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В êíèге ðàссмàтðèвàются вопðосы пðоеêтèðовàíèя межблочíых элеêтðèчесêèх 
соедèíеíèй в элеêтðоííой àппàðàтуðе, создàвàемой с èспользовàíèем бàзовых 
íесущèх êоíстðуêцèй (БНК). Пðèводèтся êлàссèфèêàцèя è хàðàêтеðèстèêà 
совðемеííых тèпов элеêтðèчесêèх соедèíеíèй è БНК, фоðмàлèзовàíы 
зàдàчè èх пðоеêтèðовàíèя. Большое вíèмàíèе уделеíо методàм è сðедствàм 
пðоеêтèðовàíèя межблочíых элеêтðèчесêèх соедèíеíèй è БНК, à тàêже вопðосàм 
создàíèя моделей è àлгоðèтмов пðоеêтèðовàíèя. Отдельíо ðàссмотðеíы методы 
пðоеêтèðовàíèя элеêтðомоíтàжà с èспользовàíèем íепàяíых êоíтàêтíых 
соедèíеíèй. Рàссмàтðèвàемые методы è моделè — êомпьютеðíо-оðèеíтèðовàííые 
è пðедполàгàют шèðоêое èспользовàíèе сðедств вычèслèтельíой техíèêè.
Кíèгà пðедíàзíàчеíà для ðàзðàботчèêов элеêтðоííых сðедств. Вместе с тем, оíà 
может быть полезíà студеíтàм è àспèðàíтàм соответствующèх спецèàльíостей.
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CIRCUITRY OF POWER SUPPLIES FOR PULSED ARC WELDING  
WITH CHAOTIC CURRENT OSCILLATIONS
Phenomenon of deterministic chaos in nonlinear systems is of interest to researchers first of all for its funda-
mental aspects. Recently the tendency has changed from fundamental to applied research.

Deterministic chaos was found in electrical circuits with a welding arc and its fundamental properties were 
investigated. The technological advantages of pulsed oscillations in circuits with laser-arc discharge over 
welding processes were shown earlier. The authors have reason to believe that the application of chaotic oscil-
lations also has a positive effect. Only experimental studies can confirm this assumption. The purpose of this 
work is to develop promising circuit solutions for specialized power supply with current chaotic oscillations.

Application of set-top boxes to the existing power sources to create chaotic oscillations of pulsed current arc 
has been proposed. The development of circuit design has been based on the results of previous studies of de-
terministic chaos in RLC-circuits with electric arc. The advantages and disadvantages of various circuits have 
been discussed in order to select schemes of set-top boxes for the practical implementation.

Keywords: electric arc, chaotic oscillations, pulsed arc welding, circuitry, power supply.
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Богуш М. В. Проектирование пьезоэлектрических датчиков на основе про-
странственных электротермоупругих моделей.— Москва: Òехно сфера, 2013.

Кíèгà посвящеíà пðоеêтèðовàíèю пьезоэлеêтðèчесêèх дàтчèêов с èспользовàíè-
ем совðемеííых методов мàтемàтèчесêого моделèðовàíèя. Опèсàíы êðèтеðèè, àл-
гоðèтмы è пðоцедуðы для ðàцèоíàльíого è целеíàпðàвлеííого выбоðà êоíстðуê-
цèè дàтчèêà, мàтеðèàлов è ðàзмеðов детàлей с помощью уíèвеðсàльíых отíосè-
тельíо геометðèè èзделèя è способов пðèложеíèя íàгðузêè чèслеííых пðостðàí-
ствеííых элеêтðотеðмоупðугèх моделей. Это позволяет улучшèть техíèчесêèе хà-
ðàêтеðèстèêè пьезоэлеêтðèчесêèх дàтчèêов зà счет обосíовàííого выбоðà êомпðо-
мèссà между èíфоðмàтèвíостью è íàдежíостью èзделèя в пðедполàгàемых усло-
вèях эêсплуàтàцèè. Эффеêтèвíость пðедложеííых методов подтвеðждàется ðàз-
ðàботêой сеðèè пьезоэлеêтðèчесêèх дàтчèêов с уíèêàльíымè свойствàмè, íàшед-
шèх шèðоêое пðèмеíеíèе в вèхðевых è ультðàзвуêовых ðàсходомеðàх жèдêостè, 
гàзà è пàðà для сèстем пðомышлеííой àвтомàтèêè, êотоðые шèðоêо пðèмеíяют-
ся в пðомышлеííостè.
Пðедíàзíàчеíà для спецèàлèстов, зàíèмàющèхся пðоеêтèðовàíèем è пðèмеíеíè-
ем пьезоэлеêтðèчесêèх пðеобðàзовàтелей è дàтчèêов в èзмеðèтельíых è упðàвля-
ющèх сèстемàх, à тàêже àспèðàíтов è студеíтов техíèчесêèх вузов. 
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Âонг Á. Ï., Ìиттал А., Цао Ю., Ñтарр Г. Íано-КÌÎÏ-схемы и проекти-
рование на физическом уровне.— Ìосква: Òехно сфера, 2014.

Êíèãà ñîñòîèò èз òðåõ ðàздåëîâ. В 1-м ðàздåëå ñîдåðжàòñÿ 
âåñьмà àêòóàëьíыå ñâåдåíèÿ îб îñîбåííîñòÿõ ñîâðåмåííыõ 
òåõíîëîãèé СБИС óðîâíÿ 130—90 íм. Вî 2-м ðàздåëå îïèñà-
íы ñîîòâåòñòâóющèå ïðèåмы ïðîåêòèðîâàíèÿ íà фèзèчåñêîм 
óðîâíå дëÿ ñõåм ñмåшàííîãî ñèãíàëà è àíàëîãîâыõ êîмïî-
íåíòîâ, ñõåм ïàмÿòè, мåòîдîâ ñíèжåíèÿ ïîòðåбëÿåмîé мîщ-
íîñòè, ñõåм ââîдà/âыâîдà è зàщèòы îò ýëåêòðîñòàòèчåñêî-
ãî ðàзðÿдà, цåëîñòíîñòè ñèãíàëà ñ óчåòîм дëèííыõ мåжñîå-
дèíåíèé. В 3-м ðàздåëå ðàññмîòðåíы ïðèåмы ïðîåêòèðîâà-
íèÿ, îбåñïåчèâàющèå ïîâышåíèå âыõîдà ãîдíыõ è óчåò âà-
ðèàцèé òåõíîëîãèчåñêîãî ïðîцåññà.
Êíèãà ïðåдíàзíàчåíà дëÿ êîíñòðóêòîðîâ, èíжåíåðîâ-òåõíîëîãîâ, ðàзðàбàòыâàю-
щèõ íîâыå òåõíîëîãèè è ñîîòâåòñòâóющèå ïðàâèëà ïðîåêòèðîâàíèÿ. 
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Ñправочник по радиолокации. Â двух кн. / Ïод ред. Ì.È. Ñколни-
ка.— Ìосква: Òехносфера, 2014.

Эòî òðåòьå èздàíèå Сïðàâîчíèêà. Рàдèîëîêàцèîííàÿ òåõíè-
êà êàê дëÿ ãðàждàíñêîãî ïðèмåíåíèÿ, òàê è дëÿ âîåííыõ цå-
ëåé ïðîдîëжàåò ðàзâèâàòьñÿ â íàïðàâëåíèÿõ ðàñшèðåíèÿ îб-
ëàñòè ïðèмåíåíèÿ è ñîâåðшåíñòâîâàíèè òåõíîëîãèè. Нåêî-
òîðыå òåмы, îòðàжåííыå â ïðåдыдóщèõ èздàíèÿõ ñïðàâîч-
íèêà, êîòîðыå ïðåдñòàâëÿюò ñåéчàñ мåíьшèé èíòåðåñ, быëè 
èñêëючåíы èз èздàíèÿ. 
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OBTAINING RAISED DENSITY CONNECTIONS BY THERMOSONIC 
MICROWELDING IN 3D INTEGRATED MICROCIRCUITS
The authors consider the processes of obtaining raised density microwelded connections in 3D-integrated mi-
crocircuits by the thermosonic microwelding. The processes include the use of the raised frequencies of ultra-
sound, application of the microinstrument with a thinning of the working end and precision devices for ball 
formation, which provide reproducibility of connections quality.

At a small step of contact pads, the use of a wire of small diameter (not more than 25 µm) is necessary for 
devices with a multilevel arrangement of leads and chess arrangement of contact pads on the chip, providing 
the maximum length of the formed crosspieces does not exceed 4—5 mm.

Keywords: microwelding, thermosonic, connections, integrated microcircuits.
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Ñукачев Э. À. Ñотовые сети радиосвязи с подвижными объектами.— 
Îдесса: ÎÍÀÑ им. À. Ñ. Ïопова, 2013.

Приведены принципы построения и функционирования се-
тей связи с подвижными объектами при использовании со-
товой структуры зоны покрытия; основы организации мно-
гостанционного доступа с различными видами разделения 
сигналов; технические характеристики цифровых стандар-
тов систем подвижной радиосвязи, получивших широкое 
признание в мировой практике. Исследуются различные мо-
дели распространения радиоволн вблизи поверхности зем-
ли, которые используются для расчетов уровня сигнала на 
входе приемников базовых и мобильных станций. Большое 
внимание уделяется вопросам анализа внутрисистемных по-
мех и методам их уменьшения. Приводятся расчетные фор-
мóëы дëÿ îïðåдåëåíèÿ îòíîшåíèÿ ñèãíàë/ïîмåõà â ëюбîé òîчêå ñîòы, à òàêжå 
дëÿ êîíòðîëÿ ñòåïåíè èзмåíåíèÿ ýòîãî îòíîшåíèÿ ïðè ïåðåмåщåíèè мîбèëьíîé 
станции в пределах соты. Впервые в систематизированном виде изложены осно-
вы геометрии сотовых структур. С позиции теории массового обслуживания рас-
смотрены элементы проектирования сотовых сетей подвижной радиосвязи. Тео-
ретический материал иллюстрируется большим количеством числовых примеров. 
Учебное пособие предназначено для студентов старших курсов, аспирантов и спе-
циалистов в области проектирования, разворачивания и тестирования сотовых 
сетей радиосвязи с подвижными объектами. 




